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报告摘要

倒装芯片，也称为受控塌陷芯片连接或其缩写，C4，是一种将半导体器件（例如IC芯片和微机电系统（MEMS））与外部电路互连的方法，该电路具有已沉积到芯片焊盘上的焊料凸点。

2019年中国倒装芯片封装服务市场规模达到了XX亿元，预计2026年将达到XX亿元，年复合增长率(CAGR)为XX%。

本文研究中国市场倒装芯片封装服务现状及未来发展趋势，侧重分析在中国市场扮演重要角色的企业，重点呈现这些企业在中国市场的倒装芯片封装服务收入、市场份额、市场定位、发展计划、产品及服务等。历史数据为2016至2020年，预测数据为2021至2027年。

主要企业包括：

    ASE Group

    Samsung

    Amkor

    JECT

    SPIL

    Powertech Technology Inc

    TSHT

    TFME

    UTAC

    Chipbond

    ChipMOS

    KYEC

    Unisem

    Walton Advanced Engineering

    Signetics

    Hana Micron

    NEPES

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

    FCBGA

    fcLBGA

    fcLGA

    其它

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

    LED

    集成电路

    MEMS

    分立功率器件

    其他

重点关注如下几个地区:

    华东地区

    华南地区

    华北地区

    华中地区

    西南地区

    西北及东北地区

本文正文共8章，各章节主要内容如下：

第1章：报告统计范围、产品细分及中国总体规模及增长率，2016-2027年；

第2章：中国市场倒装芯片封装服务主要企业竞争分析，主要包括倒装芯片封装服务收入、市场份额、价格及行业集中度分析；

第3章：中国倒装芯片封装服务主要地区市场分析，包括规模及份额等；

第4章：中国市场倒装芯片封装服务主要企业基本情况介绍，包括公司简介、倒装芯片封装服务产品、倒装芯片封装服务收入及最新动态等；

第5章：中国不同产品类型倒装芯片封装服务规模及份额等；

第6章：中国不同应用倒装芯片封装服务规模及份额等；

第7章：行业发展环境分析；

第8章：行业供应链分析；

第9章：报告结论。
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